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現在多くの太陽電池モジュールで使用されている封止材は、様々な劣化要因となることが知ら

れている。北陸先端大から報告された封止材を用いないモジュ

ール[1]は封止材起因の劣化が生じないばかりか、モジュールの

分解が容易でリサイクル性に優れている。しかし、このモジュ

ールはセルストリングが固定されていないため、インターコネ

クタで接続されたセルを用いると応力等による接続不良が生じ

ることを確認した[2]。そこで今回はセル間接続の安定性が期待

されるシングリング接続の有効性を検証した。 

30×30 mm2の p型多結晶 Si太陽電池セル 3枚を導電性ペース

トによりシングリング接続し、封止材を用いないモジュールを

作製した。また比較のために、封止材を用いない単セルモジュ

ールと EVA 封止の単セルモジュールも作製した。封止材を用い

ないモジュールでは、カバーガラスとセル表面は接触しておら

ず、モジュール内は大気で満たされている。現時点で高温高湿

(DH)試験が最大 2700 時間、温度サイクル(TC)試験が最大 1000 

cycle経過した。試験の結果、Fig. 1に示すように、DH試験によ

り封止材を使用したモジュールに酢酸起因の性能低下が観測さ

れたが、封止材を用いないモジュールに大きな劣化は生じず、

またセルが直接湿熱環境に曝露されても外観変化は見られなか

った。TC 試験においては、インターコネクタで接続されたモジ

ュールはセルとインターコネクタ間が剥離したのに対し、シン

グリング接続モジュールではセル間の剥離は見られなかった。 
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Fig. 1. Evolution of normalized 

photovoltaic parameters 

during damp-heat test. 
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